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Altron at a glance
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Cesky trh
Jsme lidrem v oblasti datovych
center.

Plsobime svétové

Ceska republika, Slovensko,
UAE, UK

Struktura

2 soukromi vlastnici

Globalni trh

Jsme jedniz TOP 5 vyrobct
modularnich data center

Zalozeno nalidech

147 zaméstnancu
100+ kontraktord

Vynosy

65 MIL USD v roce 2022
Altron Group




Proc Altron?

30 +

Vice nez 30 let na
trhu

(o)

8 %

Rocni investice do
R&D

1000 +

Projektli dodanych
celosvetove

80 +

Servisnich
expertu

Know-how

Nase expertiza pochazi mimo
jiné z kazdodenni zkuSenosti s
provozem a servisem kritické
infrastruktury.

Vize ainovace

Ménime nase vize v realitu na
zakladé ovérenych postupt a

metodik.

Davéra

S nasimi klienty vytvarime silné
vztahy a dlouhodoba partnerstvi.




Portfolio

Do navrhi technologickych
celkl, pres implementaci az po
nasledny servis.
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Jak je dnes prevazne chlazeno IT
v datovych centrech

% IT se chladiv,99%" vzduchem s chladicimi technologiemi na
béazi kompresorl a/nebo free-coolingovych systém(

< R0zna usporadani chladicich prostredki a IT - systém
teplych a studenych ulicek s distribuci vzduchu zespodu, ze
stran a shora

% Vzduchovy vykon - odpovida predpokladané zméné teploty
na IT zarizeni 0 10°C - prostorové omezeni pro sifreni vzduchu

% Vykonova hustota - pohybuje se od 2-15kW na jeden stojan

(pro vzduchem chlazené IT)




HPC & Al naroky

Prostoroveé - stojany s priblizné stejnymi rozmeéry, vyska 52U
Elektricky prikon - ~30-120kW na 1stojan

Topologie napajeni - 3 a vice napajecich vétvi, PS (3-6) v

redundanci N+1

Chlazeni - odpovida elektrickému prikonu, pozadavky na max.

teplotu chipu

Efektivita provozu - cena energie, spotfeby chladicich

systém(l

NVIDIADGX B200 (57,2kW)




Vzduch nebo kapalina.......

Hustota - vzduch/voda = 1/800
Mérna tepelna kapacita - vzduch/voda =1/4,2 (J/kg.K)

Tepelny odpor - prenos tepla mezi chipem a chladicim
médiem, velikost teplosménné plochy -> teplota chladici

kapaliny mlze byt vyrazné vétsi nez teplota vzduchu Il

Lepsi potencial - pro zpétné ziskavani tepla u kapalin s vyssi

teplotou

Skupenskeé teplo - u vzduchu nevyuzitelné, u kapalin ano

Voda

T

/T

Heat source
1

~ Insulation \

T T, = Heating surface temp

base of fin heat sink

m = Mean temp at

w= TE hot side temp

:Contact resistances

~T. = TE cold side temp

ST.m = Temp at top of Al block




... a kdyz kapalina, tak jaka?

% Voda - bézné dostupnga, demineralizovana je nevodiva
% Propylen Glykol - (nemrznouci kapalina) - PG25, PG30
< Oleje - nevodivé, rizného plvodu, ¢asto syntetické

% Chladiva/hasiva - CFC (Chlor-fluorované uhlovodiky) -
halogenderivaty uhlovodik{, uhlovodiky (metan, etan, propan,

butan.......)

*» Specialni kapaliny - slozeni nezname

% Nékteré vyuzivaji zménu skupenstvi




... a kdyz kapalina, tak jaka?

% Ponorenim do kapaliny - Immersion cooling
% Oleje
% Chladiva/hasiva
% Specialni kapaliny

% Nevyhodou je

% Pristup k samotnému IT

% Podlahova plocha

% Specialni optické pripojeni

% NizSi teplota kapaliny (free cooling omezené)




... a kdyz kapalina, tak jaka?

<+ PFrimé chlazeni chipu - Direct to Chip Cooling
% Voda
» PG
% Chladiva/hasiva

% Nevyhodou je

X/

% Distribuce kapaliny, tésnost (voda, PG)

)/

< Potifeba CDU (Coolant Distribution Unit) — ve vétsiné pripadud

)/

% Nutnost zbytek tepla odvést vzduchem (5-10%) — vyjimky ve

specialnim prostredi




... a kdyz kapalina, tak jaka?
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Realna omezeni pro provoz HPC

Prostorové omezeni
Zatizeni podlahy
Elektricky prikon
Topologie napajeni
Chladici kapacita
Vzduchovy vykon
Technologie chlazeni

Efektivita provozu

Bez omezeni

Vysoké (bez RF)

Dle volné kapacity

Vice vétvovy systém

Dle volné kapacity

Extrémni

Vzduchové chlazeni

Nizka (standardni
podminky)

Velka podlahova
plocha

Vysoké (bez RF)

Dle volné kapacity

Vice vétvovy systém

Dle volné kapacity

Minimalni

CW, nebo novy
systém

Stredni

Prostor pro CDU

Vysoké (bez RF)

Dle volné kapacity

Vice vétvovy systém

Dle volné kapacity

Minimalni

CW, nebo novy
systém

Vysoka




Jak jsou na tom nase datova
centra?

Pripravenost na Air Cooled HPC - 0% - nedostatecny

vzduchovy vykon

Pripravenost na Liquid Cooled HPC - 30% - minimalni, pouze

s Upravami nebo vybudovanim novych chladicich systému

Pripravenost prostorova a podlahova nosnost - 50%

datova centra bez zdvojenych podlah

Pripravenost topologie napajeni - 10% - nevice 4 vétvové

systémy, mozno upravit na semi multivetvové systémy




Zaverem - co dal s provozem
novych IT (HPC)?

% Retro fit stavajicich datovych center - ?, pouze

nékde, napr. jeden datovy sal

% Vystavba novych datovych center - v pripadé velké ot orasts

®
potreby - ano

5 Mlcrochanaal
Heal BExectarge
JsUles

< Vystavba mensich PODU - modularni feSeni na bazi

kontejner(

Dreazonpnl
Hest erommer

Chlazeni chipt dl
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Petr Ding petr.ding@altron.net
CTO +420 604 22 00 03
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